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THT-Wellenl6tung
THT wave soldering

T, Vorheiztemperatur
preheat temperature

T, Spitzentemperatur
peak temperature

t; Vorheizzeit
preheat time

t, Lotzeit
soldering time

SMT-Reflowlétung
SMT reflow soldering

Ts Vorheiztemperatur
preheat temperature

T, Léttemperatur
soldering temperature

T, Spitzentemperatur
peak temperature

t; Vorheizzeit
preheat time

1, Lotzeit
soldering time
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Temperaturprofile fur Lotprozesse von RoHS-konformen Bauteilen
Temperature profiles for solder processes of RoOHS compliant components
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Die dargestellten Lotprofile basieren auf Tests mit Prufleiterplatten, unabhéngig von speziellen Applikationen oder Baugruppenaufbauten.
The given solder profiles are based on experiments with test circuit boards, not respresenting special applications or assembly layouts.
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